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破刀侦测



破刀侦测
在半导体生产中，精准首当其冲。  在芯片生产的全过程中，划片工序是其中极其精细的工序之一。马波斯破刀侦测方案可在晶圆切割
中监控切割刀，确保晶圆切割结果的高质量和高可靠性，有效减少废品。
马波斯VBI破刀侦测方案极致提升生产效率和质量，同时显著缩短划片时间。
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5.1 指示灯 电源和I/O状态，工作状态和连接状态
接口  以太网接口 x 1 （ 与外部通信用）
最大测头数 2
最高图像采样率 125 KHz

可编程循环 NCS（非接触式测高）
BBD（切割刀破损检测）

I/O

隔离式
Sink/Source式连接（参见如下示例）
输入电路类型1 - 24 Vdc
输出电路24 Vdc / 最大100 mA

电源单元 / 功耗 24V直流  SELV - PELV型。

防护等级
IEC 60529标准 IP30
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测头

发光方式 LED
接收方式 线阵图像传感器

防护等级 传感器IP68
接头IP50

最大线缆长度 1 m
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